Europaisches Patentamt 
European Patent Office 
Office europeen des brevets 



© Veroffentlichungsnummer: 0 649 719 A1 



© 



EUROPAISCHE PATE NTAN MEL DUNG 



© Anmeldenummer: 94116926.0 
@ Anmeldetag: 26.10.94 



© into.": B29C 45/14, G06K 19/077 



® Prioritat: 26.10.93 DE 4336505 


© Anmelder: SIEMENS AKTl ENGE SELLS CH AFT 




Wittelsbacherplatz 2 


@ Veroffentlichungstag der Anmeldung: 


D-80333 Munchen (DE) 


26.04.95 Patentblatt 95/17 


@ Erfinder: Gotzendorfer. Ludwlg-Werner, 




© Benannte Vertragsstaaten: 


Dlpl.-lng. (FH) 


CH DE FR GB IT LI 


Kurstrasse 7 




D-74906 Bad Rappenau (DE) 




Erfinder: Schmidt, Hans-Friedrich, Dr. Ing. 




Graf-Tattenbachweg 3 




D-82547 Eurasburg (DE) 



© Verfahren zur Herstellung von Chipkarten mittels Spritzgiessen. 
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© Chipkarten (1), die aus einem Kunststoffgrund- 
korper mit einem elektronischen Modul als DatentrS- 
ger bestehen, warden verschiedenartig hergestellt. 
Eine Variante ist die spritzgegossene Kunststoffkarte. 
Geschieht die BestOckung der Chipkarte (1 ) mit dem 
elektronischen Modul (2) direkt beim SpritzgieBvor- 
gang, so mufl dieses Modul (2) im SpritzgieBwerk- 
zeug (7) positioniert werden. Im Hinblick auf geringe 
Taktzeiten beim SpritzgieBen werden erfindungsge- 



maG elektronische Module (2) mit elektrischen An- 
schlufiflachen (3) auf einem thermoplastischen Tra- 
gerband (4) vormontiert. Dieses Tragerband wird fUr 
einen SpritzgieBvorgang mit einem Modul (2) im 
SpritzgieBwerkzeug (7) positioniert und fixiert und 
die Chipkarte (1) wird durch Hinterspritzung und 
Ausftillen einer Kavitat (8) hergestellt. Tragerband (4) 
und spritzgegossenes Formteil (6) verschmelzen mit- 
einander. 
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Die Erfindung betrtfft die Herstellung von Chip- 
karten, die aus einem flexiblen Kartenkdrper und 
einem integrierten elektronischen Modul als Daten- 
trager bestehen. Dabei sind elektrische AnschluB- 
flachen an einer flachig ausgebildeten Seite des 
Kartenkorpers vorhanden, die von auBen abgreifbar 
sind. 

Die wirtschaftliche Herstellung von Chipkarten 
mit einem integrierten Modul ist von groflem Inter- 
esse. Eines der zahlreichen Verfahren dieser Art 
sieht vor, daB eine extrudierte Platte durch FrSsen 
mit einer Kavitat fUr das elektronische Modul her- 
gestellt wird. In diesem Fall wird ein elektronisches 
Modul verwendet, das aus einer Epoxidleiterplatte 
mit Durchkontaktierungen. elektrischen AnschluBfla- 
chen und einem Halbleiterbauelement mit entspre- 
chender Harzabdeckung besteht. Das Modul wird 
in die Kavitat eingesetzt und entsprechend ver- 
klebt. Anstelle einer extrudierten Platte konnen 
auch spritzgegossene Kunststoffkarten mit entspre- 
chenden Kavitaten Verwendung finden. 

Aus der europaischen Patentschrift EP 0 267 
826 ist ein Verfahren zur Herstellung einer Karte 
mit elektronischem Speicher bekannt, die einen 
Kartenkdrper mit Biegeeigenschaften aufweist, die 
der ISO-Norm genOgen. Nach dem SpritzgieBen 
des Kartenkorpers mit der Kavitat wird das elektro- 
nische Speicherbauteil in dieser Vertiefung einge- 
setzt und am Kartenkdrper befestigt. 

Die europSische Patentanmeldung EP 0 340 
100 betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Chip- 
karten, bei welchem die an der Unterseite eines 
Tragers fixierten Module mit Hilfe des Tragers in 
die Spritzgieflform eingebracht und dort positioniert 
werden. Ein wesentliches Merkmal dieses Verfah- 
rens betrifft die Trennung zwischen Trager und 
Chipkarte nach dem SpritzgieBen. Weiterhin wird 
eine Variante beschrieben, bei der das Tragerele- 
ment die Flachenabmessungen der Chipkarte auf- 
weist und der nach dem SpritzgieSen integraler 
Bestandteil der Chipkarte ist. Dabei wird auf dem 
Trager einseitig ein Halbleiterchip befestigt und 
gegenUberliegend auf der anderen Seite eine be- 
stimmte Anzahl elektrischer Anschluflflachen ange- 
bracht, die mit elektrisch leitenden Verbindungen 
mit dem Halbleiterchip verbunden werden. Dieses 
so vorbereitete Tragerelement wird mit der Seite, 
auf der sich die elektrischen AnschluBflachen befin- 
den, an eine Innenwand einer SpritzgieBform ge- 
legt, womit der Chip positioniert ist. Beim Spritzgie- 
Ben wird die gegenUberliegende Seite mit dem 
Chip mit Kunststoff umhullt und somit die Karte 
hergestellt. Das Tragerelement und der eingespritz- 
te Kunststoff haften dabei aneinander. 

Bei alien Verfahren besteht die Notwendigkeit, 
das elektronische Modul relativ zum SpritzgieB- 
werkzeug und damit auch relativ zur herzustellen- 
den Chipkarte zu positionieren. Dartiber hinaus 



kann liber einen abtrennbaren Teil eines Tragers 
eine grafische Einheit beim SpritzgieBen auf die 
Chipkarte aufgebracht werden. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein 
5 SpritzgieBverfahren zur Herstellung von Chipkarten 
bereitzustellen, mittels dem eine schnelle und ex- 
akte Positionierung des elektronischen Modules im 
SpritzgieBwerkzeug, sowie eine insgesamt geringe 
Taktzeit erzielbar sind. 

io Die Losung dieser Aufgabe geschieht durch 
den Gegenstand des Anspruches 1 . 

Vorteilhafte Ausgestaltungen sind den Neben- 
ansprUchen zu entnehmen. 

Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, 

T5 das die Erzielung einer hohen Produktionsrate, ver- 
bunden mit einer geringen Taktzeit fur die Herstel- 
lung einer Chipkarte im SpritzgieBverfahren durch 
den Einsatz eines aus einem Thermoplasten beste- 
henden Tragerbandes, auf das in definiertem Ab- 

20 stand hintereinander vorgefertigte elektronische 
Module mit elektrischen AnschluBflachen montiert 
sind, erreichbar ist. Dadurch werden zeitaufwendi- 
ge Verfahrensschritte, wie Einlegen eines vorgefer- 
tigten Tragers mit einem darauf befindlichen elek- 

25 tronischen Modul in ein SpritzgieBwerkzeug Oder 
Entnahme eines beim SpritzgieBen nicht in die 
Chipkarte integrierten Oder anhaftenden Teiles des 
Tragers vermieden. Eine Fixierung des elektroni- 
schen Modules im SpritzgieBwerkzeug, die spate r 

30 der Positionierung des elektronischen Modules in- 
nerhalb der Chipkarte entspricht, kann Uber eine 
Vorspannung am Tragerband geschehen, so daB 
die AnschluBflachen des Modules an einer flachi- 
gen Wand eines SpritzgieBwerkzeuges anlregen. 

35 Das elektronische Modul ist dauerhaft mit dem 
thermoplastischen TrSgerband verklebt. Das TrS- 
gerband besteht aus einem Material aus der glei- 
chen Werkstoffgruppe wie das im SpritzgieBverfah- 
ren eingespritzte thermoplastische Material, so dafl 

40 beim SpritzgieBvorgang das TrSgerband mit dem 
spritzgegossenen Kartenkdrper verschmilzt und in- 
tegraler Bestandteil desselben wird. Eine schnelle 
und genaue Plazierung des Modules ist durch den 
Einsatz des TrSgerbandes gewahrleistet. Das mit 

45 elektronischen Modulen vormontierte TrSgerband 
wird dem SpritzgieBprozeB in langeren Einheiten 
zugefUhrt. So kann an einer Standardspritzgieflma- 
schine zur Herstellung einer Chipkarte jeweils ein 
Abschnitt des TrSgerbandes mit einem darauf be- 
so findlichen elektronischen Modul in ein geSffnetes 
SpritzgieBwerkzeug eingezogen, positioniert und 
gespannt werden. Nach dem SpritzgieBvorgang bei 
geschlossenem SpritzgieBwerkzeug kann die in der 
Regel noch mit dem TrSgerband verbundene Chip- 

55 karte schnell aus dem SpritzgieBwerkzeug entnom- 
men werden, so daB dieses vollstandig leer ist und 
der nachste Takt augenblicklich folgen kann. Dazu 
wird das Tragerband weitertransportiert, bis sich 
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das nachste darauf befindliche Modul im Spritz- 
gieBwerkzeug befindet, dort positioniert wird, das 
Tragerband gespannt wird und der nachste Spritz- 
gieBvorgang erfolgen kann. 

Das entsprechend der Erfindung eingesetzte 
Tragerband ist geringfugig breiter als ein elektroni- 
sches Modul mit seinen nach auBen Uberstehenden 
elektrischen AnschluBflachen im Grundrifl betrach- 
tet. Das Tragerband deckt somit nicht die vollstan- 
dige Breite einer Chipkarte ab. Notwendig ist je- 
doch, daB die elektrischen AnschluBflachen, deren 
Unterseite an einer flachigen Wand des SpritzgieB- 
werkzeuges anliegen, von oben her abgedeckt 
sind. Nachdem die Einspritzung des in der Regel 
auf eine Temperatur zwischen 200 und 300 "C 
erwarmten Thermoplasten von einer schmalen Sei- 
te der Kavitat des SpritzgieBwerkzeuges geschieht, 
besteht die Gefahr, daB bei dem notwendigen ho- 
hen Einspritzdruck die AnschluBflachen des Modu- 
les verbogen werden, wenn sie nicht von oben 
durch den TrSger geschutzt werden. 

Dadurch, daB das Tragerband integraler Be- 
standteil der Chipkarte wird, spricht man von einem 
verlorenen Trager. Die Materialstarke des Trager- 
bandes ist sehr gering, so daB man auch von einer 
TrSgerfolie sprechen kSnnte. Durch spezielle Aus- 
wahl der Folie, z.B. durch Verwendung von elastifi- 
zierten Typen, konnen die auftretenden Ubergangs- 
spannungen von den relativ starren elektrischen 
AnschluBflachen (Leadframe) zum weicheren Ther- 
moplasten der Chipkarte herabgesetzt werden. 

Im folgenden werden anhand von schemati- 
schen Figuren Ausfuhrungsbeispiele beschrieben. 
Figur 1 zeigt ein SpritzgieBwerkzeug mit einem 
eingelegten Tragerband mit elektronischem Mo- 
dul und der Kavitat entsprechend der Form der 
Chipkarte, 

Figur 2 zeigt ein SpritzgieBwerkzeug entspre- 
chend Figur 1, wobei die Kavitat mit einem 
Polycarbonat ausgespritzt ist, 
Figur 3 zeigt einen Ausschnitt aus Figur 2 mit 
detaillierter Darstellung des elektronischen Mo- 
dules und seiner Umgebung, 
Figur 4 zeigt eine Darstellung entsprechend Fi- 
gur 3 mit einer abgewandelten Vormontage des 
Modules auf dem Tragerband. 
Entsprechend der Erfindung wird fur die wirt- 
schaftliche Herstellung von Chipkarten 1 durch 
SpritzgieBen ein vormontiertes, mit elektronischen 
Modulen 2 versehenes Tragerband 4 eingesetzt. 
Die verwendeten Module 2 bestehen aus einem 
Halbleiter, der auf einem Leadframe montiert ist 
und tiber Bonddrahte elektrisch angeschlossen ist. 
Die gesamte Anordnung ist mit einer EpoxidpreB- 
masse umhullt. An diesem in der Regel quaderffir- 
migen Modul 2 befinden sich somit an seiner Un- 
terseite fla*chig ausgebildete Kontakte, die hier als 
elektrische AnschluSflachen 3 bezeichnet werden. 



Diese stehen wesentlich seitwarts uber, bedecken 
meistens die Unterseite des Modules und sind um- 
laufend angeordnet. Die Unterseite der AnschluSfla- 
chen 3 ist an einer fertigen Chipkarte 1 auf deren 
5 Zugriffsseite sichtbar und liegt in der Regel planpa- 
rallel in deren Oberflache. 

Ein derartiges elektronisches Modul 2 wird mit 
seiner Oberseite auf einer Thermoplastfolie, die 
vorzugsweise aus Polycarbonat besteht, durch Kle- 
w bung befestigt. Dieses Tragerband 4 mit dem Mo- 
dul 2 wird im SpritzgieBwerkzeug 7 eingelegt und 
mit einem leicht flieBenden Thermoplasten der glei- 
chen Werkstoffgruppe, d.h. auch mit einem Poly- 
carbonat, umhullt. Bei diesem ProzeB verschmilzt 
75 das Tragerband 4 mit dem spritzgegossenen Ther- 
moplastformteil 6. 

Die btsher nicht bekannte Verwendung eines 
Polycarbonates (PC) fur eine Chipkarte 1 bietet 
besondere Vorteile. PC zeichnet sich durch hohe 
20 Zahigkeit und Steifigkeit bei Raumtemperatur aus. 
Nachdem beim Umspritzen eines thermoplasti- 
schen Tragerbandes 4 und beim folgenden Erstar- 
ren des gesamten Kartenkorpers Spannungen auf- 
treten, ist ein diesbezOglich moglichst isotropes 
25 Werkstoffverhalten gewiinscht. Mit PC laBt sich 
dies erreichen. Darober hinaus kann PC problemlos 
im niedrigviskosen Zustand gespritzt werden. 

Die Form des kostenintensiven Tragerbandes 4 
ist so gehalten, daB eine mindestens notwendige 
30 Breite zur Oberdeckung der Oberseite des Modules 
2 mit seinen elektrischen AnschluBflachen 3 gege- 
ben ist, jedoch nicht die vollstandige Breite einer 
Chipkarte 1 tiberdeckt ist. Mittels des Tragerban- 
des 4 werden die elektronischen Module 2 in das 
35 SpritzgieBwerkzeug 7 trans portiert, in der Kavitat 8 
des SpritzgieBwerkzeuges 7 positioniert und durch 
Einspannen mittels des Tragerbandes 4 fixiert. 
Durch die groBflachige Abdeckung der Oberseite 
der elektrischen AnschluBflachen 3 durch das Tra- 
40 gerband 4 wird sichergestellt, daB die Kontaktfia- 
chen beim SpritzgieBen nicht verbogen werden. 

In Figur 1 ist ein SpritzgieBwerkzeug 7 darge- 
stellt, das aus einem oberen und einem unteren 
Teil besteht. In geSffnetem Zustand wird das TrS- 
45 gerband 4 mit dem elektronischen Modul 2 soweit 
eingezogen, bis das Modul 2 an einem vorgegebe- 
nen Platz fixiert werden kann. Zu dieser Zeit liegt 
die Unterseite der elektrischen AnschluBflachen 3 
bzw. die Unterseite des elektronischen Modules 2 
so an der Innenfiache der im SpritzgieBwerkzeug ent- 
sprechend der Form einer Chipkarte 1 gebildeten 
KavitSt 8 an. Die Zufuhrung des mit Modulen 2 
vormontierten Tragerbandes 4 kann von verschie- 
denen Richtungen aus geschehen. In der Darstel- 
55 lung entsprechend Figur 1 geschieht dies in bezug 
auf die Geometrie einer Chipkarte 1 in Langsrich- 
tung. Einspritzdffnungen fUr den eigentlichen 
SpritzgieBvorgang sind in den Figuren 1 und 2 
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nicht dargestellt. 

Die Einspritzung des Thermoplasten zur Her- 
stellung des spritzgegossenen Formteiles 6 ge- 
schieht uber eine oder mehrere Einspritzoffnungen, 
die an den Schmalseiten der Kavitat 8 angeordnet 
sind. In der Figur 1 ist angedeutet, daB das TrSger- 
band 4 die elektrischen AnschluBflachen 3 nicht 
seitwarts umhUllt. Diese UmhUllung geschieht erst, 
nachdem wahrend des Einspritzvorganges das Tra- 
gerband 4 erwarmt bzw. angeschmolzen wurde. In 
diesem Zusammenhang ist zu bemerken, daB nicht 
der gesamte Teil des im SpritzgieBwerkzeug 7 
befindlichen Tragerbandes 4 aufgeschmolzen wird. 
Vielmehr wird es oberflachlich angeschmolzen und 
verbindet sich mit dem spritzgegossenen Formteil 
6. 

In den Figuren 1 und 2 sind jeweils vormontier- 
te Module 2 entsprechend der Figur 3 dargestellt. 
Die Figuren 3 und 4 sind Ausschnittsdarstellungen 
einer fertig ausgebildeten Chipkarte 1. Es wird je- 
weils eine Version einer Vormontage von Modulen 

2 auf einem Tragerband 4 angedeutet. So ist in der 
Figur 3 zur Vormontage ein dem Grundrifl des 
zentralen Korpers des Modules 2 entsprechendes 
Loch eingestanzt worden. Das Modul 2 ist mit 
seinem KunststoffkiJrper hindurchgefUhrt, bis die 
Oberseiten der AnschluBflachen 3 am Tragerband 
4 anliegen und verklebt werden. Dies© Verbindung 
kann mittels eines flachig aufgebrachten Klebstof- 
fes beispielsweise im Siebdruckverfahren oder 
Ober ein Klebstoffdepot 9 erzeugt werden. Wichtig 
ist, dafl die Verschmutzung von Kontaktflachen 
durch Uberschiissigen Klebstoff vermieden wird. 
Die elektrischen AnschluBflachen 3 eines nur vor- 
montierten Modules 2 sind noch nicht seitwa*rts an 
den schmalen Stirnseiten von dem Tragerband 4 
abgedeckt. Die Darstellung entsprechend der Figu- 
ren 3 und 4 liegt bei einer tertigen Chipkarte 1 vor. 
Die nach oben weisende Kontur des Tragerbandes 
4 ist im Bereich des Modules 2 und der AnschluB- 
flachen 3 wie zur Zeit der Vormontage dargestellt. 
Beim Hinterspritzen eines aus Polycarbonat herge- 
stellten Tragerbandes 4 mit einem Modul 2 in 
einem SpritzgieBwerkzeug 7 wird das TrSgerband 4 
zumindest teilweise angeschmolzen und verbindet 
sich mit dem spritzgegossenen Formteil 6. Das 
Tragerband 4 hat insgesamt mehrere Funktionen. 
Dazu gehoren zunachst die Trager- und Positio- 
nierfunktionen fGr das Modul 2, des weiteren die 
Schutzfunktion fur die elektrischen AnschluBflachen 

3 (Leadframe) durch deren Abdeckung beim Spritz- 
gieGvorgang und auBerdem werden das Modul 2 
und die elektrischen AnschluBflachen 3 Uber das 
Tr8gerband 4 in die Chipkarte 1 integriert. 

Die Figur 4 unterscheidet sich von der Figur 3 
durch eine andere Art der Vormontage des Modu- 
les 2. In dieser Darstellung ist zu erkennen, daB 
das Modul 2 nach oben und seitwarts von dem 



Tragerband 4 umhUllt ist. Dies geschieht, die Stirn- 
seiten der elektrischen AnschluBflachen 3 ausge- 
nommen, bei der Vormontage des Modules 2 auf 
dem Tragerband 4 durch ein Tiefziehverfahren. Da- 

5 bei wird zur Chipaufnahme die Tragerfolie 4 durch 
thermische Verformung an die Chipkontur ange- 
paBt.Die Starke des Tragerbandes 4 liegt im Be- 
reich zwischen 25 und 50 urn. 

Mittels des eriindungsgemaBen Verfahrens laGt 

to sich eine schnellere und genauere Plazierung der 
Chips im SpritzgieBwerkzeug 7 bei gleichzeitiger 
Verkllrzung der Zykluszeiten von ca. 10 auf 6 s 
erreichen. Die fertige Chipkarte 1 ist in einfacher 
Weise aus dem Werkzeug zu entnehmen und einer 

15 Weiterverarbeitung zuzufuhren. Das Tragerband 4 
kann in Form eines Endlosbandes der SpritzgieB- 
maschine zugeftlhrt werden. Ein besonderer Vorteil 
der Erfindung liegt in der Moglichkeit, Standard- 
spritzgieBmaschinen einsetzen zu konnen. Bei die- 

20 sen kostengiinstigen Maschinen wird das Trager- 
band 4 beispielsweise senkrecht stehend zuge- 
fOhrt, so daB die elektrischen AnschluBflachen ent- 
weder nach links oder nach rechts zeigen. Die 
Positionierung des Modules 2 erfolgt auf einer 

25 senkrecht stehenden flachigen Innenwand des 
SpritzgieBwerkzeuges 7, die der Darstellung in den 
Figuren 1 und 2 unter dem Modul 2 liegt. Das in 
den Figuren oben liegende Teil des SpritzgieB- 
werkzeuges 7 fahrt in dem Fall entsprechend von 

30 der gegenuberliegenden Seite in ebener Richtung 
auf das zuerst genannte Teil des SpritzgieBwerk- 
zeuges 7 zu, an dem das Modul 2 positioniert ist. 
Dadurch bildet sich die umschlossene Kavitat 8, 
wobei die fertig gespritzte Chipkarte 1 senkrecht 

35 steht und ihre flSchigen Seiten seitwarts zeigen. 

Die gewahlte Form des Tragerbandes 4 als 
schmale Folie, die Uber die AnschluBflachen 3 ge- 
ringfagig nach auBen Obersteht, hat demnach nicht 
die flachige Form der zu erzeugenden Chipkarte. 

40 Nachdem die Folienherstellung relativ teuer ist, 
liegt darin ein wesentlicher Kostenfaktor. Obwohl 
das Tragerband 4 einen sog. verlorenen Trager 
darstellt, ist diese Verwendung jedoch zweckmaBig, 
da der Weitertransport der Chipkarte 1 nach ihrer 

45 Herstellung, verbunden mit der Entnahme aus dem 
SpritzgieBwerkzeug 7 in einfacher Weise erfolgen 
kann. 

Patentanspriiche 

50 

1. Verfahren zur Herstellung von Chipkarten (1) 
mittels SpritzgieBen, wobei die Chipkarten (1) 
aus einem flexiblen Kartenkorper mit integrier- 
tem elektronischen Modul (2) als DatentrSger 
ss bestehen und von auBen zugangliche elektri- 

sche, mit dem Modul (2) verbundene An- 
schluBflachen (3) aufweisen, die an der Ober- 
flache einer flachig ausgebildeten Seite des 
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Kartenkorpers an einer vorgegebenen Position 
plaziert sind, bestehend aus folgenden Schrit- 
ten: 

- Montage von gehausten elektronischen 
Modulen (2) mit an deren Unterseite (5) 5 
Oder im unteren Bereich angebrachten 

und seitwarts hervorstehenden elektri- 
schen AnschluBflachen (3) auf einem aus 
einem Thermoplasten bestehenden Tra- 
gerband (4), wobei das Modul (2) relativ 10 
zum TrMgerband (4) positioniert ist und 
die nach unten zeigenden elektrischen 
AnschluBflachen (3) annahernd planparal- 
lel in einer Oberflache des Tragerbandes 
(4) liegen, nach auBen gerichtet und mit 75 
ihrer gegeniiberliegenden Seite an dem 
Oberlappenden Tragerband (4) befestigt 
sind, so dafl die elektrischen AnschluBfla- 
chen (3) zumindest nach oben hrn voll- 
standig abgedeckt sind, 20 

- Einlegen des Tragerbandes (4) mit ei- 
nem elektronischen Modul (2) in ein 
SpritzgieSwerkzeug (7) mit einer Kavitat 
(8) entsprechend einer herzustellenden 
Chipkarte (1) derart, daB die Unterseiten 25 
(6) der elektrischen AnschluBflachen (3) 
bzw. die Unterseite (5) des Modules (2) 
durch eine uber das Tragerband (4) be- 
wirkte Einspannung in einer vorgegebe- 
nen Position an einer flSchig ausgebilde- 30 
ten Seite des Spritzgieflwerkzeuges (7) 
plaziert word en, 

- Einspritzen eines Thermoplasten aus der 
gleichen Werkstoffgruppe, aus der das 
Tragerband (4) hergestellt ist, in das ge- 35 
schlossene SpritzgieBwerkzeug (7) zur 
Herstellung der Chipkarte (1) mit gleich- 
zeitiger Umhullung des elektronischen 
Modules (2), wobei der Thermoplast der- 
art eingespritzt wird, daB das Tragerband 40 
(4) an die flachig ausgebildete Innen- 
wand des Spritzgieflwerkzeuges (7), auf 

der das Modul (2) positioniert ist, ange- 
drtickt wird und das Tragerband (4) mit 
dem sprttzgegossenen Kartenkdrper inte- 45 
gral verschmilzt, 

- Entnahme der hergestellten Chipkarte (1) 
und Weitertransport des Tragerbandes 
(4), bis das folgende, darauf befindliche 
elektronische Modul (2) im Spritzgiefl- 50 
werkzeug positioniert ist. 

Verfahren nach Anspruch 1, bei dem fUr Tra- 
gerband (4) und Chipkarte (1) ein Polycarbonat 
(PC) als Thermoplast verwendet wird. 55 

Verfahren nach Anspruch 1, bei dem fOr Tra- 
gerband (4) und Chipkarte (1) ein Acrylnitril- 



Butadien-Styrol (ABS) verwendet wird. 

4. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem fOr Tra- 
gerband (4) und Chipkarte (1) ein Styrolbuta- 
dien (SB) verwendet wird. 

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
sprUche, bei dem die Befestigung der elektri- 
schen AnschluBflachen (3) an dem Tragerband 
(4) mittels Klebung geschieht. 

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
sprUche, bei dem durch einen zwischen Tra- 
gerband (4) und der entsprechenden Innen- 
wand des SpritzgieBwerkzeuges (7) erzeugten 
Unterdruck das Tragerband (4) zusStzlich fi- 
xiert wird. 

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, bei dem zur Montage der elektroni- 
schen Module (2) auf dem Tragerband (4) eine 
dem UmriB des Grundkorpers des Modules (2) 
entsprechende Aussparung im Tragerband (4) 
ausgestanzt wird, das Modul (2) darin einge- 
steckt und die nach oben zeigenden Seiten der 
elektrischen AnschluBflachen (3) mit dem Tra- 
gerband (4) verklebt werden. 

8. Verfahren nach einem der AnsprUche 1 bis 6, 
bei dem zur Montage der elektronischen Mo- 
dule (2) auf dem Tragerband (4) der Grundkor- 
per des Modules (2) durch Tiefziehen des Tra- 
gerbandes (4) nach oben und seitwarts in die- 
ses eingebettet wird und die nach oben zei- 
genden Seiten der elektrischen AnschluBfla- 
chen (3) mit dem Tragerband (4) verklebt wer- 
den. 

9. Verfahren nach einem der AnsprUche 7 oder 8, 
bei dem durch thermische Vorverformung.des 
Tragerbandes (4) Klebstoffdepots (9) erzeugt 
werden. 
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